
吸着面に使用する多孔質カーボンの材料特性を示します。

・ポーラスカーボンパッドは、清浄な環境でのご使用を推奨しております。
・油分や水分の付着する環境でのご使用は、その能力を発揮できなくなる場合があります。
・本製品の平面度は、23℃±2℃での保証値となります。
・お問い合わせ時には、使用環境をご指示ください。

値

1.2

47

21

5.6

0.3

100

6.5

1.1

300

機械的特性

熱的特性

多孔質カーボン特性表
項　　目

カサ密度（g/cm3）

ショア硬さ（HSD）

曲げ強度（N/mm2）

ヤング率（kN/mm2）

ポアソン比

電気抵抗率（μΩ・m）

熱膨張率（×10－6/K）

熱伝導率（W/m・K）

耐熱性（℃大気下）

材 料 特 性材 料 特 性

使用上の注意使用上の注意

全碳

碳制精密吸附盘
Porous Carbon Pad

真空吸附

High Performance!

ＣＫー 1042ｰ11

支持φ450mm

2012.12　E1,000

本カタログに示される製品仕様は、一例です。
お客様のご要望に合わせた仕様にて、承ります。

お問合せください。

〒146-0093　東京都大田区矢口3丁目14番15号
TEL 03（3750）2152　FAX 03（3750）5171

URL http://www.tankenseal.co.jp/
E-mail eigyoka@tankenseal.co.jp
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因是碳制，消除
高功能火花造成的损坏，

为提高半导体后工序的芯片成品率做贡献

φ300mm 全碳吸附盘

オールカーボン吸着盤の特長オールカーボン吸着盤の特長

支架
（高强度碳）

固定螺栓孔

吸附面
（多孔碳）

○高温環境に対応
全ての部品材質をカーボンにすることで、カーボンの優れた熱特性を最大限に引き出しました。
耐熱温度は、大気中では250℃、不活性ガス中では900℃です。
耐熱衝撃性が高く、急熱･急冷しても、破損しません。
同一材料で構成されているため、熱膨張差による精度変化が起こりにくく、寸法安定性に優れます。

○軽量化で機器への負担減少
多孔質カーボンのカサ密度は、1.2g/cm3と低密度です。
セラミック製吸着盤と比べて、約40％の重量軽減が可能です。
軽量化することで、装置設計の自由度が増すだけでなく、
部材の合理化により、装置の製造コストに対して更なるメリットをもたらします。

○ウェーハ帯電防止
カーボンは優れた導電体です。
帯電しにくいため、ワークは吸着されることでアースされます。
静電気対策として有効で、静電気を嫌うワークの吸着に最適です。
コーティング（追加仕様）により、表面抵抗を所定の値に調整できます。

材　質 多孔質カーボン アルミナ アルミニウム 

カサ密度
（g/cm3） 1.2 3.6 2.8 

材　質 多孔質カーボン アルミナ アルミニウム 

電気抵抗値
(μΩ・m) 100 ＞ 1×1012 2.6×10－2

オールカーボン吸着盤重量表

吸着面サイズ 吸着盤厚み 重　量
（mm） （mm） （g）

 φ200 12 750

 φ300 12 1580

 φ450 20 5660
φ450mmウェーハ対応
オールカーボン吸着盤

全碳吸附盘概要

         ·多孔碳吸附体与高强度碳结构体结合，是仅由碳材料构成的真空吸附盘。

         ·通过多孔体全面吸附硅片、BG胶带、贴装薄膜、切割胶带。

         · 平均气孔细小，直径为5μm，不会发生吸附痕迹转印。
  
         ·适度的光圈效果可以部分吸附。

         ·即使在严格的温度环境下，也不会发生变形和破损。

         ·电气特性优良，对静电对策有效。

          是最大限度应用这些碳特长的多孔吸附盘。

1
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・多孔質カーボンの吸着体に、高強度カーボン製の構造体を組み合わせ、
カーボン材料だけで構成された真空吸着盤です。

・シリコンウェーハや、BGテープ、ダイアタッチフィルム、ダイシングテープ
を、多孔質体により全面吸着します。

・平均気孔径が5μmと細かく、吸着痕の転写は起こりません。

・適度な絞り効果により部分吸着も可能です。

・厳しい温度環境下でも、変形･破損しません。

・電気的特性に優れるため、静電気対策に効果的です。

これらカーボンの特長を最大限に活用した、多孔質吸着盤です。

カーボン製だから、高機能
スパークによる破損をなくし、

半導体後工程のチップ歩留まり向上に貢献

φ300mmオールカーボン吸着盤

オールカーボン吸着盤の概要オールカーボン吸着盤の概要

全碳吸附盘特点

ホルダ
（高強度カーボン）

固定用ボルト孔

吸着面
（多孔質カーボン）

○适应高温环境

通过把所有的零件材质全换成碳，最大限度地发挥碳出色的热特性。

耐热温度在大气中为250℃，在惰性气体中为900℃。

耐热冲击性高，即使急热、急冷，也不会破损。

由于由同一材料构成，不易因热膨胀差引起精度变化，尺寸稳定性好。

○轻量化减少设备负担
多孔碳的叠加密度是低密度的1.2g/cm3。

与陶瓷吸附盘相比，可以减轻约40%的重量。

轻量化不仅可以增加设备设计的自由度，

还可以通过材料合理化来降低设备的制造成本。

○防止晶片带电
碳是一种优良的导电体。
因不容易带电，所以工作被吸附后会接地。
作为静电对策来说是有效的，最适合吸附厌静电的工作。

通过涂层（追加规格），可将表面电阻调整为指定值。

材  质 多孔碳 氧化铝 铝

叠加密度
（g/cm3） 1.2 3.6 2.8 

材  质 多孔碳 氧化铝 铝

(μΩ・m)
电阻值

 100 ＞ 1×1012 2.6×10－2　

全碳吸附盘重量表

吸附面尺寸 吸附盘厚度 重　量
（mm） （mm） （g）

 φ200 12 750

 φ300 12 1580

 φ450 20 5660
支持φ450mm晶片
全碳吸附盘

オールカーボン吸着盤の概要オールカーボン吸着盤の概要

2
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表面抵抗測定の例

マルチパッド（φ300mm-φ200mm兼用型）

スピナーヘッド

①防止火花，保护晶片

静是否存在因静电引起的火花困扰？

对于静电引起的火花对策，可以缓慢降低电荷慢泄。

慢泄漏的表面电阻发生于静电扩散区域105～109Ω中。

全碳吸附盘可以通过涂层调整表面电阻值。

抑制晶片吸附和释放时产生的火花，保护晶片，减轻装置负担。

②热分布均匀、产品稳定
薄膜剥离是否存在困难？

薄膜剥离不良对策的要点是使吸附盘的温度分布均匀。

剥离不良是由热处理的温度不均引起。

确保全碳吸附盘的表面温度差在±2.5℃，达到晶片加热装置的严格要求。

由于吸附盘的温度分布均匀，DAF胶带的热固化也均匀，可防止薄膜剥离不良。

③吸着痕を無くし、成膜精度を向上
スピンコーターの成膜不良でお困りではありま
せんか？
成膜ムラ対策には、多孔質体による全面吸着が
有効です。
成膜ムラは、吸引孔にウェーハが吸い込まれてで
きる吸着痕が原因で起こります。特に極薄ウェー
ハで顕著です。
オールカーボン吸着盤は、吸着面を多孔質体で形
成し、高精度な平面に仕上げることで、成膜精度
を向上させます。耐薬品性に優れるため、環境を
選びません。
スピナーヘッドの交換だけで、装置を高機能化
できます。

○半導体製造（後工程） 装置別
・ウェーハ表面保護テープ貼り用吸着テーブル 
・ウェーハ表面保護テープ剥し用吸着テーブル 
・ウェーハ検査装置用吸着テーブル
・UV照射装置の吸着テーブル
・ウェーハマウンタ装置のマテハン用真空チャッキング
・ウェーハ洗浄装置のスピナーヘッド
など

○半導体製造（後工程） 工程別
・TSVプロセス
・ダイシング工程
・バックグラインド工程

【测量仪】 表面电阻测量仪PRS-801
           （PROSTAT公司生产）
【测试地点】  本公司实验室
【测试结果】 2.0 ×106 Ω

④サイズの兼用化で、乗せ換え作業の省力化
ウェーハサイズが複数あるために、段取り替えが生じ
ていませんか？
マルチパッド化により、ウェーハサイズに応じて吸着
面積を切替えられます。
ウェーハサイズが変わっても、1枚の吸着盤で兼用で
きます。
乗せ換えなしに、常に最適な吸着性能を発揮します。
吸着面積は、ご要望の大きさ、位置に対応します。

多孔質カーボン

φ200mm

φ300mm

φ200mm

φ300mm

高強度カーボン

实验条件

【实 验 体】 φ300mm 全碳吸附盘
【加 热 器】 热板 LS45P
           （八光电气公司制造）
【加热温度】 150℃
【测 量  仪】热像仪TH7102
  （NEC Avio红外线科技株式会社生产）
【测量地点】  合作公司实验室

導 入 事 例導 入 事 例

是否存在困扰？

样本数据
【被测体】 φ300mm全碳吸附盘
          （TANKEN H图层包装）
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お困りではありませんか？

表面抵抗測定の例

多功能板（φ300mm-φ200mm 兼用型）

旋转头

お困りではありませんか？

①スパークを防止し、ウェーハを保護
静電気によるスパークでお困りではありませんか？
静電気によるスパーク対策には、電荷を緩やかに低下させるスローリークが有効です。
スローリークは、表面抵抗が静電気拡散領域の105～109Ωで起こります。
オールカーボン吸着盤は、コーティングにより表面抵抗値を調整できます。
ウェーハの吸着や解放の際のスパーク発生を抑制し、ウェーハを保護し、装置の負担を軽減します。

②熱分布の均一性によって、製品を安定化
フィルム剥離でお困りではありませんか？
フィルムの剥離不良対策には、吸着盤の温度分布を均一にすることがポイントです。
剥離不良は、熱処理での温度ムラが原因で起こります。
オールカーボン吸着盤の表面温度差は、±2.5℃を確保。ウェーハ加熱装置の厳しい要求をクリアしています。
吸着盤の温度分布を均一にすることで、DAFテープの熱硬化も均一になり、フィルムの剥離不良を防止します。

③消除吸附痕迹，提高成膜精度
您是否存在旋涂仪成膜不良的困扰？

成膜不均对策中，多孔体的全面吸附有效。

成膜不均是因为晶片被吸进吸入孔而产生的

吸附痕迹。特别是在极薄的晶片上尤为明显。

全碳吸附盘，吸附面以多孔质成型，以高精度平面，

提高成膜精度。因为耐药性好，对环境无要求。

只需更换旋转头，即可实现装置高功能化。

○半导体制造(后工序)设备分类
・晶片表面保护胶带粘贴用吸附台
・晶片表面保护胶带剥离用吸附台
・晶片检测装置用吸附台
・UV 照射装置吸附台
・晶片安装装置的材料处理真空卡盘
・晶片清洗装置的旋转头

・等等

○半导体制造（后工序）工序分类
・TSV 工序
・切割工序
・背面研磨工序

サンプルデータ

【被測定体】 φ300mmオールカーボン吸着盤
（タンケンHコート実装品）

【測 定 器】 表面抵抗測定器PRS-801
（PROSTAT社製）

【測定場所】 弊社実験室

【測定結果】 2.0 ×106 Ω

④尺寸兼用化、更换作业省力化
是否因为有多个晶片尺寸，而发生规划变更？

通过多焊盘化，可根据晶片尺寸切换吸附面积。

即使晶片尺寸发生变化，也可以兼用一张吸附盘。

无需更换，就能时常发挥最合适的吸附性能。

吸附面积可以根据您的大小、位置要求来确定。

多孔碳

φ200mm

φ300mm

φ200mm

φ300mm

高強度碳

実験条件

【実 験 体】 φ300mm オールカーボン吸着盤

【加 熱 体】 ホットプレート LS45P 
（八光電気社製）

【加熱温度】 150℃

【測 定 器】 サーモトレーサー TH7102
（NEC Avio赤外線テクノロジー社製）

【測定場所】 協力会社実験室
导 入 事 例

かかかかせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ ？？？？？？んんんんんんんんんかかかかかかかかか？？？？？？？？？
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○涂 层 ：通过吸附面涂层，进一步提高全碳吸附盘性能。

可以追加调整表面电阻、提高剥离性、防止污染等功能。涂层材料准备了树脂

类和玻璃类等，根据客户规格进行选择。

○多焊盘 ：可追加吸附面切换功能。

请指定区分吸附面的位置和数量。

○支架材质变更 ：支架可由指定材质制作。

支架材质除了高强度碳以外，还可以用金属、CFRP、树脂等制作。

可以满足您想要的材质。

※注意：更换支架材质时，吸附面比支架上表面凸出。

显示产品规格，除此之外，还可应对各种加工，根据与客户的协商决定形状。 お問い合わせの際には、製品仕様とあわせて、下図を参照いただき、下記の「設計シート」をご利用ください。
お見積もりや納期を回答させていただきます。

产 品 规 格 ご注文に際してご注文に際して

使用圧力范围

使用温度范围

可制作尺寸(吸附面)

可制作尺寸(厚度)

平面度

涂层

多垫板

材　质
多孔碳
×

高强度碳

多孔碳
×

其他材质

-0.1 MPa ～ 0.1 MPa

～ 250 ℃

～ Φ450 mm

12 mm ～

10 μm ～

○

○

-0.1 MPa ～ 0.1 MPa

23℃±2℃

～ Φ450 mm　

5 μm ～

应咨询

○

～ □350 mm ～ □350 mm
15 mm ～

（金属材质时）

項　　目

①外形寸法：(mm)

②厚み：(mm)

③吸着面寸法：(mm)

④吸着面寸法(マルチパッド)：(mm)

⑤固定部P.C.D：(mm)

⑥固定部インデックス：(°  )

⑦固定部ピッチ：(mm)

⑧固定ネジ径：(mm)

⑨吸引孔数

⑩吸引孔位置：(mm)

⑪吸引孔寸法：(mm)

⑫吸着面平面度：(μｍ)
使用温度（℃）

ホルダ材質

その他ご要求

設　計　値

精密吸着盤  設計シート

上記以外の形状も製作可能です。
ご検討図を頂くことで、ご要望の吸着盤を製作致します。

支架材質 铝

吸附面
（多孔質碳）

支架
（黑铝 /铝）

追 加 工

ててててててててててててししししししししししししししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててしししししししててててててててててててててててててててててててててててててて

产品规格

平面図（丸型用） 平面図（角型用） 断面図

⑫
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○コーティング ：吸着面へのコーティングで、オールカーボン吸着盤の性能を更に高めます。
表面抵抗の調整、剥離性の向上、汚染の防止、などの機能を追加できます。
コーティング材には、樹脂系やガラス系などを用意しております。
お客様の仕様に合わせて、選定致します。

○マルチパッド ：吸着面の切替え機能を追加できます。
吸着面を区切る位置、数を指定してください。

○ホルダ材質変更 ：ホルダをご指定の材質で製作可能です。
ホルダ材質は、高強度カーボン以外に金属、CFRP、樹脂等で製作可能です。
ご希望の材質に対応します。
※注意：ホルダの材質変更を行う場合は、吸着面がホルダ上面より凸になります。

製 品 仕 様
製品仕様を示します。この他にも、各種加工に対応可能です。お客様との打合せにより形状を決定します。 请结合产品规格，参考下图，使用下面的“设计表”进行咨询。我们会提供报价和交货期。

製 品 仕 様 订 货 时

使用圧力範囲

使用温度範囲

製作可能寸法(吸着面)

製作可能寸法(厚み)

平面度

コーティング

マルチパッド

材　質
多孔質カーボン

×
高強度カーボン

多孔質カーボン
×

その他材質

-0.1 MPa ～ 0.1 MPa

～ 250 ℃

～ Φ450 mm

12 mm ～

10 μm ～

○

○

-0.1 MPa ～ 0.1 MPa

23℃±2℃

～ Φ450 mm　

15 mm ～

5 μm ～

応相談

○

～ □350 mm ～ □350 mm

（金属材質の場合）

项　　目

①外形尺寸：(mm)

②厚度：(mm)

③吸附面尺寸：(mm)

④吸附面尺寸(多焊盘):(mm)

⑤固定部P.C.D：(mm)

⑥固定部索引：(°  )

⑦固定部间距：(mm)

⑧固定螺钉直径：(mm)

⑨吸孔数

⑩吸孔位置：(mm)

·吸孔尺寸：(mm)

·吸附面平面度：(μｍ)

使用温度（℃）

支架材质

其他要求

设  计  值

精密吸附盘 设计表

也可以制作上述之外的形状。

根据您的研究图，制作符合您要求的吸附盘。

ホルダ材質 アルミニウム

吸着面
（多孔質カーボン）

ホルダ
（黒アルマイト / アルミニウム）

追 加 仕 様追 加 仕 様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様

製品仕様

平面図（丸型用） 平面図（角型用） 断面図

⑫



显示吸附面使用的多孔碳的材料特性。

・建议在干净的环境中使用多孔碳垫。
・在附着油分和水分的环境中使用，可能会存在无法发挥功能的情况。
・本产品平面度为23℃±2℃的保证值。
・咨询时，请告知使用环境。

数值

1.2

47

21

5.6

0.3

100

6.5

1.1

300

機械特性

热特性

多孔碳特性表
项　　目

叠加密度（g/cm3）

肖氏硬度（HSD）

弯曲强度（N/mm2）

杨氏率（kN/mm2）

泊松比

电阻率（μΩ・m）

热膨胀率（×10－6/K）

热导率（W/m・K）

耐热性（℃大气下）

材 料 特 性材 料 特 性

使 用 注 意 事 项

Porous Carbon Pad

オールカーボン

カーボン製 精密吸着盤

真空吸着

High Performance!

ＣＫー 1042ｰ11

φ450mm対応

2012.12　E1,000

本目录所示的产品规格仅是一个示例。我们会制

作符合客户要求的规格。欢迎您咨询。

〒146-0093　東京都大田区矢口3丁目14番15号
TEL 03（3750）2152　FAX 03（3750）5171 URL 

http://www.tankenseal.co.jp/
E-mail eigyoka@tankenseal.co.jp




